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1．諸論 

様々な製品の生産現場において重要な製造

技術の一つとして位置付けられている精密研

磨技術[1]は，その原理から，製品表層にマイク

ロスケールのクラックを形成させてしまうこ

とがある[2]．著者らは，研磨処理後の製品表層

に発生した潜傷を選択的に検出する応力誘起

光散乱法を開発した[3]．しかしながら，接触的

に応力を加える方式の場合，透明材料において

は応力を加える際の接触点が計測不可能とな

る．加えて，応力誘起点に新たにマイクロクラ

ックを発生させてしまう問題も有しているこ

とから，非接触による応力誘起方法の開発が羨

望されている．そこで本論文では，熱応力を用

いた非接触式の応力誘起方法によるマイクロ

クラック検査を行い，提案手法の有用性につい

て議論する． 

2．実験およびまとめ 

非接触に応力を誘起させるために，本実験で

はヒーターによる加熱を行った．実験装置を図

1に示す．被検体のガラスサンプルの両端を把

持し，ヒーターにより加熱することで被検体内

部に熱応力を誘起し，加熱前後の光散乱強度を

冷却 CCD カメラにより計測した．温度変化前

後の光散乱強度の変化を図 2 に示す．結果より，

マイクロクラックの存在する点において光散

乱強度が変化していることが確認できる．一方，

マイクロクラック以外の領域では光散乱強度

は変化していない．以上より，非接触に与えた

加熱による温度変化に伴って発生した熱応力

により，マイクロクラックからの光散乱強度が

変化することを確認できたことから，検査技術

としての有用性が示された． 
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Fig.1 ヒーターによる熱応力を利用した 

マイクロクラック検査装置 

Fig.2熱応力誘起法方法による 

による光散乱強度変化 
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